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Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
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DIN und VDE oder Stresemannallee 15, 60596 Frankfurt am Main.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihnren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Die Englische Fassung des europdischen Dokuments prEN IEC 62148-21:2020-09 "Aktive
Lichtwellenleiterbauelemente und Geradte - Gehduse- und Schnittstellennormen - Teil 21:
Konstruktionsleitfaden fur elektrische Schnittstellen von PIC-Gehausen mit Si-Feinraster-Ball-Grid-Array (S-
FBGA) und Si-Feinraster-Land-Grid-Array (S-FLGA)" (Entwurf in der Umfrage) ist unverandert in diesen Norm-
Entwurf Gbernommen worden.

Die Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC) und das Europaische Komitee fir Elektrotechnische
Normung (CENELEC) haben vereinbart, dass ein auf IEC-Ebene erarbeiteter Entwurf fir eine Internationale
Norm zeitgleich (parallel) bei IEC und CENELEC zur Umfrage (CDV-Stadium) und Abstimmung als FDIS (en:
Final Draft International Standard) bzw. Schluss-Entwurf fir eine Europaische Norm gestellt wird, um eine
Beschleunigung und Straffung der Normungsarbeit zu erreichen. Dem entsprechend ist das internationale
Dokument IEC 86C/1684/CDV:2020-09 "Fibre optic active components and devices — Package and interface
standards — Part 21: Design guide of electrical interface of PIC packages using silicon fine-pitch ball grid array
(S-FBGA) and silicon fine-pitch land grid array (S-FLGA)" wunveradndert in den Entwurf
prEN IEC 62148-21:2020-09 Gbernommen worden.

Das internationale Dokument wurde vom IEC/SC 86C "Fibre optic systems and active devices" der

Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) erarbeitet und unterliegt dem Copyright der IEC . Das
Dokument wurde den nationalen Komitees zur Stellungnahme vorgelegt.

Bei der Abstimmung zu dem Europaischen Schluss-Entwurf bei CENELEC und dem Internationalen Schluss-
Entwurf bei IEC [Final Draft International Standard (FDIS)] sind jeweils nur "JA/NEIN"-Entscheidungen moglich,
wobei "NEIN"-Entscheidungen fundiert begrindet werden missen. Dokumente, die bei CENELEC als
Europaische Norm angenommen und ratifiziert werden, sind unverandert als Deutsche Normen zu
Uubernehmen.

Fir dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium DKE/UK 412.2 "Komponenten fir
Kommunikationskabelanlagen" der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik
in DIN und VDE (www.dke.de) zustandig.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen Uber die Internetseiten von DKE (www.dke.de) und DIN
(www.din.de) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Dieses Dokument enthalt unter Berlicksichtigung des Beschlusses des Technischen Beirats Internationale und
Nationale Koordinierung (TBINK) der DKE vom 17.09.2020 nur die englische Fassung von
IEC 86C/1684/CDV:2020-09.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf ein Dokument ohne Angabe
des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich
die Verweisung auf die jeweils aktuellste Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug
genommene Ausgabe des Dokuments.

Der Zusammenhang der zitierten Dokumente mit den entsprechenden deutschen Dokumenten ergibt sich,
soweit ein Zusammenhang besteht, grundsatzlich tGber die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation.
Beispiel: IEC 60068 ist als EN 60068 als Europaische Norm durch CENELEC Ubernommen und als
DIN EN 60068 ins Deutsche Normenwerk aufgenommen.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berihren
kénnen. IEC ist nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbezuglichen Patentrechte zu identifizieren.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN IEC 62148-21:2020-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
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a) Die Festlegung eines elektrischen Schutzbandbereichs um den optischen Anschlussbereich, um
Anwendungen mit elektrischen Signalen bei héheren Symbolraten (z. B. 50 Gbaud und 100 Gbaud) zu
ermdglichen.
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FIBRE OPTIC ACTIVE COMPONENTS AND DEVICES -
PACKAGE AND INTERFACE STANDARDS -
Part 21: Design guide of electrical interface of PIC packages using silicon
fine-pitch ball grid array (S-FBGA) and silicon fine-pitch land
grid array (S-FLGA)
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